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(57) Abstract: The invention relates to a
light-emitting  component  arrangement
(100) having: e least one flexible printed
circuit board (102); at least one light-
emitting component (200) which is coupled
to the flexible printed circuit board; and at
least one electromechanical connecting part
(300, 400); wherein the connecting part
(300, 400) is mechanicaly fixed to the
flexible printed circuit board and
electrically coupled to the light-emitting
component (200), and the connecting part
(300, 400) has an electromechanical
connection (310, 410) for mechanically and
electrically  connecting a connecting
element (320, 420) which is external to the
printed circuit board.

(57) Zusammenfassung: Es wird eine
lichtemittierende ~ Bauelement-Anordnung
(100) bereitgestellt, die aufweist:
mindestens eine flexible Leiterplatte (102);
mindestens en lichtemittierendes
Bauelement (200), das mit der flexiblen
Leiterplatte gekoppelt ist; mindestens ein
elektromechanisches Verbindungsteil (300,
400); wobei das Verbindungsteil (300, 400)

mechanisch an der flexiblen Leiterplatte befestigt ist und elektrisch mit dem lichtemittierenden Bauelement (200) gekoppelt ist, und

wobel das Verbindungsteil

(300, 400) einen elektromechanischen Anschluss (310, 410) aufweist zum mechanischen und

elektrischen Anschliessen eines Leiterplatten-externen Verbindungselements (320, 420).
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Beschr ei bung

Lichtem tti erende Bauel enent - Anor dnung

Die Erfindung betrifft eine lichtemttierende Bauel enent-
Anor dnung

Um ein homogenes Leuchtbild von einer Lichtquellenvorrich-
tung, beispielsweise von einer Flachenlichtquellen, i m Fol -
genden auch bezeichnet als Flachenstrahler (zum Bei spi el

COLED- Li cht kachel n (OLED: Organische Leuchtdiode), LED
Leuchtplatten (LED Leuchtdi ode) oder OLEC Lichtquelle (OLEC:
auf Kohl enstoff basierende organische Leuchtdiode) , zu errei -
chen, werden Uublicherweise allseitige Kontaktierungen einge-
setzt. Dazu sind sowohl auf einer einzelnen Fl&chenlichtquel

I e elektrische Verbindungen notwendig als auch zw schen meh-
reren dieser Flachenlichtquellen. Di ese elektrischen Verbin-
dungen und deren elektrische Rickleitung zu mindestens einer
genei nsanen Anschlussstelle bentdtigen Platz, was insbesondere
im Bereich einer Flachenlichtquelle selbst zu einem erhdhten
FI &chenbedarf bzw. einer erhthten GCesantdicke fuhrt. An Stel-
len, an denen nehrere Dradhte isoliert voneinander Ubereinan-
der gefihrt werden niissen (Kreuzungspunkte) , fahrt dies sogar
zu fast einer Verdoppelung der durch die Kabel bestimten D -
cke der Lichtquellenvorrichtung.

Von der Firma LEDON OLED Lighting GrbH & Co. KG ist eine
COLED- Li cht quel | envorri chtung bekannt, bei der die OLED auf
ei ner gedruckten Leiterplatte (Printed G rcuit Board, PCB)
angeordnet ist.

Ferner ist es bekannt, Uber eine flexible Leiterplatte und

deren LOtpunkte nur die elektrische Versorgung der Lichtquel

| envorrichtung sicherzustellen. Zur nmechani schen Befestigung
eines Leiterplatten-externen Anschl usses ist eine zusétzliche
mechani sche Befestigungsvorrichtung (z.B. eine zusatzliche

Kl emmung) erforderlich.
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In verschi edenen Ausfihrungsformen wrd eine lichtemttieren-
de Bauel ement - Anordnung bereitgestellt, die eine einfachere

el ektrische und nmechani sche Verbindung der Lichtquelle der
lichtem tti erenden Bauel ement-Anordnung mt einem Leiterplat-
ten-externen Anschluss erndglicht.

In verschi edenen Ausfihrungsformen wrd eine lichtemttieren-
de Bauel ement - Anordnung bereitgestellt, aufweisend: m ndes -
tens eine flexible Leiterplatte; mndestens ein lichtemttie-
rendes Bauel enent, das mt der flexiblen Leiterplatte gekop-
pelt ist; mndestens ein elektromechani sches Verbindungsteil;
wobei das Verbindungsteil nechanisch an der flexiblen Leiter-
platte befestigt ist und elektrisch mt dem lichtemttieren-
den Bauel ement gekoppelt ist, und wobei das Verbindungsteil

ei nen el ektromechani schen Anschluss aufweist zum nmechani schen
und el ektrischen AnschlielRen eines Leiterplatten-externen

Ver bi ndungsel enment s

In einer Ausgestaltung kann das mndestens eine lichtemttie-
rende Bauel ement m ndestens ein organisches Ilichtemttieren -
des Bauel ement aufwei sen.

In noch einer Ausgestaltung kann die lichtemttierende Bau-
el ement - Anordnung nehrere flexible Leiterplatten aufweisen.

In noch einer Ausgestaltung kann das nmindestens eine |icht-
emttierende Bauel ement m ndestens eine organische Leuchtdio -
de aufwei sen.

In noch einer Ausgestaltung kann das m ndestens eine Verbin-
dungsteil in oder an einem Randbereich des lichtemttierenden
Bauel enents befestigt sein.

In noch einer Ausgestaltung kann das m ndestens eine Verbin-
dungsteil an die flexible Leiterplatte gelodtet, geklebt, ge-
steckt, wund/oder geklenmt sein.
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In noch einer Ausgestaltung kann der elektromechani sche An-

n Steckverbinderteil auf wei sen.

schluss e

In noch einer Ausgestaltung kann der elektronmechani sche An-

nen Stecker aufweisen.

schluss e

In noch einer Ausgestaltung kann der elektromechani sche An-

schl uss m ndestens ei nen Haken aufwei sen.

In noch einer Ausgestaltung kann der elektromechani sche An-

schluss m ndestens einen Bajonettanschluss aufweisen.

In noch einer Ausgestaltung kann der elektromechani sche An-

schl uss m ndestens eine Kl eme aufweisen.

In noch einer Ausgestaltung kann die flexible Leiterplatte
nmehrere Kont aktberei che aufweisen, wobei jeder Kontaktbereich
ei nen Anoden- Kont akt berei ch und ei nen Kat hoden- Kont akt ber ei ch
auf wei st; wobei nmehrere Verbindungsteile vorgesehen sein kon-
nen, wobei ein erstes Verbindungsteil mt dem Anoden-

Kont akt berei ch eines ersten Kontaktbereichs der nehreren Kon-
t akt berei che el ektrisch gekoppelt ist und von dem Kat hoden-
Kont akt berei ch des ersten Kontaktbereichs elektrisch isoliert
ist, und wobei ein zweites Verbindungsteil mt dem Kat hoden-
Kont akt berei ch eines zweiten Kontaktbereichs der nehreren

Kont akt berei che el ektrisch gekoppelt ist und von dem Anoden-
Kont akt berei ch des zweiten Kontaktbereichs elektrisch iso-
liert ist.

Ausf thrungsbei spiele der Erfindung sind in den Figuren darge-
stellt und werden im Folgenden naher erlautert.

Es zeigen
Figur 1 eine Draufsicht auf einen Teil einer lichtemittieren-

den Bauel enent - Anordnung gemal3 ei nem Ausfihrungsbei -
spi el ;
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Figur 2 eine Querschnittsansicht durch ein lichtemttierendes
Bauel enent der lichtemttie renden Bauel enent -
Anordnung aus Figur 1 gemal3 ei nem Ausf Uhrungsbei -
spi el ;

Figuren 3A bis 3D verschiedene Elenente einer lichtemttie -
renden Bauel enent - Anordnung aus Figur 1 gemdl3 ei nem
Ausf Ghr ungsbei spi el ;

Figuren 4A bis 4D verschiedene Elenente einer lichtemttie -
renden Bauel enent - Anordnung aus Figur 1 gemdl3 ei nem
Ausf Ghr ungsbei spi el ;

Figur 5 eine perspektivische Ansicht einer lichtemttierenden
Bauel ement - Anordnung aus Figur 1 gemdf3 ei nem Ausfuh-
rungsbei spiel mt einem Verbindungsteil; und

Figuren 6A bis 6C verschiedene Elenente einer lichtemttie -

renden Bauel enent - Anordnung aus Figur 1 gemal3 ei nem
Ausf Uhr ungsbei spi el

In der folgenden ausfihrlichen Beschreibung wird auf die bei-
gef igten Zei chnungen Bezug genommen, die Teil dieser bilden
und in denen zur Veranschaulichung spezifische Ausfihrungs-

formen gezeigt sind, in denen die Erfindung ausgeubt werden
kann. In dieser Honsicht wird R chtungsterm nologie we etwa
,oben", ,unten", ,vorne", ,hinten", ,vorderes", ,hinteres",

usw. mt Bezug auf die Oientierung der beschriebenen Fi-

gur (en) verwendet. Da Konmponenten von Ausfuhrungsformen in

ei ner Anzahl verschiedener Oientierungen positioniert werden
konnen, dient die Richtungsterm nologie zur Veranschaulichung
und ist auf keinerlei Wise einschrankend. Es versteht sich,
dass andere Ausfuhrungsfornen benutzt wund strukturelle oder

| ogi sche Anderungen vorgenonmen werden koénnen, ohne von dem
Schut zunfang der vorliegenden Erfindung abzuweichen. Es ver-
steht sich, dass die Merknale der hierin beschriebenen ver-
schi edenen bei spi el haften Ausfuhrungsfornen mteinander kom-
biniert werden konnen, sofern nicht spezifisch anders angege-
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ben. Die folgende ausfihrliche Beschreibung ist deshalb nicht
in einschrankendem Sinne aufzufassen, und der Schutzunfang
der vorliegenden Erfindung wird durch die angefigten Anspriu-
che definiert.

Im Rahnmen dieser Beschreibung werden die Begriffe "verbun-
den", "angeschl ossen" sowi e "gekoppelt" verwendet zum Be-
schreiben sowohl einer direkten als auch einer indirekten

Ver bi ndung, eines direkten oder indirekten Anschlusses sow e
einer direkten oder indirekten Kopplung. |In den Figuren wer-
den identische oder &hnliche Elenmente nit identischen Bezugs -

zeichen versehen, soweit dies zweckmaBig ist.

Fig.l zeigt eine Draufsicht auf einen Teil einer lichtemt -

ti erenden Bauel enent - Anor dnung 100 genmalR ei nem Ausfihrungs-
bei spiel. In verschi edenen Ausfihrungsbei spiel en weist die
lichtemittierende Bauel enent - Anor dnung 100 m ndestens eine
organi sche Leuchtdiode (OLED) auf. In anderen Ausfihrungsbei -
spielen kann die lichtenittierende Bauel enent-Anordnung 100
jedoch auch beliebige andere Flachenlichtquellen auf wei sen,

bei spi el sweise eine oder nehrere Leuchtdioden (LED) , bei -
spielsweise in Form von einer LED Leuchtplatte oder eine oder
mehrere auf Kohlenstoff basierende organische Leuchtdiode (n)
(OLEC) . Die lichtenmittierende Bauel enent-Anordnung 100 bil det
anschaulich ein Lichtquell ennodul, wel ches mt anderen Licht -
qguel l ennodul en in beliebiger Wise verschaltet werden kann.

Fig. 2 zeigt eine Querschnittsansicht durch die lichtenmttie -
rende Bauel enent - Anor dnung 100 aus Fig.l gemalR ei nem Ausf Uh-
rungsbei spi el mt einer OLED als Lichtquelle, anders ausge-
drickt als lichtemttierendes Bauel enent . Es ist anzunerken,
dass eine beliebig anders aufgebaute OLED in der lichtenit -
ti erenden Bauel enent - Anor dnung 100 in verschi edenen Ausfih-

rungsbei spi el en vorgesehen sein kann.

In verschi edenen Ausf Uhrungsbei spi el en weist die Lichtquelle
200, beispielsweise die OLED, der Lichtquellenvorrichtung 100
ein Substrat 202 auf sowie eine erste Elektrode 204, im Fol-
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genden auch bezeichnet als Gundel ektrode 204, die auf dem

Substrat aufgebracht ist, beispielswise abgeschieden.

Ein "Substrat" 202, wie es hierin verwendet wrd, kann zum
Beispiel ein fir ein elektronisches Bauel enment Ublicherweise
verwendetes Substrat 202 aufweisen. Das Substrat 202 kann ein
transparentes Substrat 202 sein. Das Substrat 202 kann jedoch
auch ein nicht transparentes Substrat 202 sein. Beispielswi -
se kann das Substrat 202 das, Quarz, Saphir, Kunststof ffo-
lie(n) , Metall, Metallfolie (n, Siliziumvaf er oder ein ande-
res geeignetes Substratmaterial auf wei sen. Ein Metallsubstrat
wird beispielsweise verwendet, wenn nicht direkt darauf die

El ekt roden- Auf wachsschicht angeordnet ist. Als Substrat 202
wird in verschi edenen Ausgestaltungen die Schicht verstanden,
auf der bei der Herstellung der Lichtqguellenvorrichtung 100
nachfol gend alle anderen Schichten aufgebracht werden. Solche
nachf ol genden Schichten koénnen z.B. bei einer Lichtquellen-
vorrichtung 100 fiUr die Strahlungsenission erforderliche

Schi chten sein.

Ein Metall substrat kann bei spi el sweise verwendet werden, wenn
nicht direkt darauf die Elektroden-Auf wachsschicht , wie sie

i m Fol genden noch naher erlautert wrd, angeordnet ist. In
ver schi edenen Ausf Ghrungsbei spi el en kann di e G undel ektrode
204 beispiel sweise eine Anode sein und beispielsweise aus In-
diumdotiertem Zinnoxid (ITO gebildet sein oder werden.

Die erste Elektrode 204 kann eine Anode oder eine Kathode
sein. Die erste Elektrode 204 kann lochinjizierende oder

el ektroneni nji zi erende Funktionen aufwei sen.

In verschi edenen Ausf ihrungsbei spi el en kénnen/ kann das Sub-
strat 202 und/oder die erste Elektrode 204 transparent ausge -

bi | det sein.

In verschi edenen Ausf Uhrungsbei spi el en kann die erste Elekt-
rode 204 mittels Sputterns oder mttels thermi schen Verdamp -

fens aufgebracht werden. |In verschiedenen Ausf Ghrungsbeispie -
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len kann die erste Elektrode 204 eine Schichtdicke aufweisen
in einem Bereich von ungefdhr 5 nm bis ungefédhr 300 nm bei-
spi el sweise eine Schichtdicke in einem Bereich von ungeféahr
100 nm bis ungefahr 200 nm

In verschi edenen Ausf ihrungsbei spi el en ist oder sind auf der
ersten Elektrode 204 eine oder nehrere organische Funktions -
schichten 206 zum Ladungstransport und zur Lichterzeugung,

wi e beispielswise eine fluoreszierende wund/oder eine phos-

phoreszi erende Enitterschicht, auf gebracht .

Beispiele fir Emttermaterialien, die in einer OLED genafl

ver schi edenen  Ausf Uhrungsbei spi el en vorgesehen werden koénnen,
schlieBen organische oder organonetallische Verbindungen, W e
Derivate von Polyfluoren, Pol yt hi ophen und Pol yphenylen (z.B.
2- oder 2,5-substituiertes Pol y- p- phenyl envi nyl en) sowie Me-
tal | konpl exe, bei spi el sweise IridiumKonplexe we blau phos -
phor eszi er endes FIrPic (Bis (3 5-dif luoro-2- (2-pyridyl) phenyl -
(2-carboxypyridyl) -iridium 111), grun phosphoreszierendes

Ir (ppy) 3 (Tris (2-phenylpyridin) iridium 1I11), rot phosphores -
zierendes Ru (dtb-bpy) 3*2 (PFg) (Tris[4, 4'-di-tert-butyl-

(2, 2" )-bipyridin] ruthenium (111) konplex) sowie blau fluores -
zierendes DPAVBi (4, 4-Bis [4- (di-p-

tolylam no) styryl] biphenyl) , grin fluoreszierendes TTPA

(9, 10-Bis [N, N-di - (p-tolyl) -anmi no] anthracen) und rot fluores-
zierendes DCM2 (4-Dicyanonethylen) -2-nmethyl-6- julolidyl-9-
enyl - 4H pyr an) als nichtpolymere Enmitter ein. Solche nichtpo-
lymeren Emitter sind beispielswise nittels therm schen Ver-
danmpfens abschei dbar. Ferner kdnnen Polynerenitter eingesetzt
werden, welche insbesondere mttels nasschem schen Verfahren,

W e beispielswise Spin Coating, abscheidbar sind.

Die Emtternmaterialien kénnen in geeigneter Wise in einem

Mat ri xnat eri al ei ngebettet sein.

Die Emttermaterialien der Emitterschichten der OLED konnen
bei spi el sweise so ausgewdhlt sein, dass das el ektronische

Bauel enent WeiRlicht emttiert. De Emtterschicht kann neh-
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rere verschiedenfarbig (zum Beispiel blau und gelb oder bl au,
grdn und rot) emttierende Emttermaterialien aufweisen, al-
ternativ kann die Emitterschicht auch aus nehreren Teil -
schichten aufgebaut sein, we einer blau fluoreszierenden

Em tterschicht, einer grin phosphoreszi erenden Emtterschicht
und einer rot phosphoreszierenden Emtterschicht. Durch die
M schung der verschiedenen Farben kann die Em ssion von Licht
mt einem weiBen Farbeindruck resultieren. Alternativ kann
auch vorgesehen sein, im Strahlengang der durch diese Schich-
ten erzeugten Primarem ssion ein Konvertermateri al anzuord-
nen, das die Primarstrahlung zum ndest teilweise absorbiert
und ei ne Sekundéarstrahlung anderer Wellenl&dnge emttiert, so
dass sich aus einer (noch nicht weifRen) Primarstrahlung durch
di e Konbination von primarer und sekundéarer Strahlung ein

wei Ber Farbei ndruck ergibt.

Es kdnnen weitere organische Funktionsschichten vorgesehen
sein, die beispielswise dazu dienen, die Funktionalitat wund
damt die Effizienz des elektronischen Bauelenents weiter zu
ver bessern.

Es ist darauf hinzuweisen, dass in alternativen Ausfihrungs -
bei spielen jede geeignete Form von lichtemttierenden Funkti-
onsschi chten, beispiel sweise organische Funktionsschichten
vorgesehen sein konnen und die Erfindung nicht beschréankt ist
auf eine spezielle Art von Funktionsschicht (en)

In verschi edenen Ausfihrungsbei spielen kann optional auf der
ei nen oder den nehreren organischen Funktionsschichten 206
ein transparenter elektrisch leitféahiger (beispielswise me-
tallischer) Deckkontakt 208, beispielsweise in Form einer
zweiten El ektrode 208, abgeschieden sein. Die zweite Elektro-
de 208 kann gebildet werden, indem eine (beispielswise op-
tisch transparente) Metallschicht mt einer Schichtdicke auf-
gebracht wird von 5 nm bis ungefahr 300 nm beispiel sweise
eine Schichtdicke in einem Bereich von ungefd&hr 100 nm bis
ungef &hr 200 nm
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kann m ndestens eines der folgenden Metalle

aufwei sen: Aluminium Barium Indium Silber, Kupfer, old,
Magnesi um  Samarium Platin, Palladium Calcium und Lithium
sow e Kombi nati onen dersel ben oder dieses Metall oder eine
Ver bi ndung aus diesem Metall oder aus nehreren dieser Metal-

le, beispielswei

Die die Metallschicht

bei spi el swei se,
ei ne Kat hode.

I n verschi edenen
netal | i sche
Si | ber
netal | i sche

auf oder

auf gebr acht

I n verschi edenen
netal | i sche
Si | ber
netal | i sche

auf oder
auf gebr acht

We weiterhin i

fl ache des transparenten
208 eine optische Anpassungsschi cht

auf gebracht,

D e

Li cht quel I envorri chtung

bei spi el en i st

ternativen Ausfuhrungsbeispielen
richtung 100 als

gef ihrt sein.
Ganz al | genein
Bottom Em tter

Vorrichtung in

Deckel ekt r ode

Deckel ekt r ode

wer den kann.

Deckel ekt r ode

Deckel ekt r ode
wer den kann.

bei spi el swei se

in Fig. 2 dargestellte

se eine Legierung

zweite Elektrode 208 ist

wenn die erste Elektrode 204 eine Anode

auf wei sende

i st,

wei st die transparente
nm di cke Schi cht
die transparente

Ausf thrungsbei spi el en
208 eine 10
aus dersel ben,
208 mttels

aus
best eht wobei

t herm schen Ver danpf ens

Ausf Uhrungsbei spi el en  wei st
208 eine 10
aus dersel ben,

208 mttels

die transparente
nm di cke Schi cht
die transparente

aus
best eht wobei

t herm schen Ver danpf ens

wird auf die freie Qber-
Deckkont akt s
Li cht auskoppl ung

n Fig. 2 gezeigt ist,

el ektrisch |eitfahigen
210 zur
abgeschi eden

oder gesputtert.

OLED als eine ei ner

100 genmdl verschi edenen

| npl ement i erung
Ausfihrungs-

als Top-/BottomEmtter ausgestaltet. In al-

kann die Lichtquellenvor-

.,BottomEmtter" oder als ,Top-Emtter" aus-

dass bei einem Top-Emtter oder einem

gilt,

eine Elektrode der Strahlungsemttierenden

Form der Auf wachsel ektrode genél3 verschi edenen
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Ausf Ghrungsbei spielen transparent und die andere El ektrode
reflekti erend ausgefihrt sein kann. Alternativ dazu koénnen
auch beide El ektroden transparent ausgefihrt sein.

Der Begriff ,BottomEmtter”, we er hierin verwendet wrd,
bezei chnet eine Ausfuhrung, die zu der Substratseite der OLED
hin transparent ausgefihrt ist. Beispielswise konnen dazu
weni gstens das Substrat 202, die Elektrode und die zw schen
dem Substrat 202 und der Elektrode angeordnete El ektroden-

Auf wachsschicht transparent ausgefuhrt sein. Eine als Bottom
Emitter ausgefuhrte OLED kann demmach beispielsweise in den
organi schen Funktionsschichten 208 erzeugte Strahlung auf der
Substratseite 202 der OLED emttieren.

Der Begriff ,Top-Emtter", we er hierin verwendet wrd, be-
zei chnet Dbei spi el sweise eine Ausfiuhrung, die zu der Seite der
zwei ten Elektrode der OLED hin transparent ausgefuhrt ist.

| nsbesondere konnen dazu die Elektroden-Auf wachsschicht und
die zweite Elektrode transparent ausgefuhrt sein. Eine als
Top-Em tter ausgefiuhrte OLED kann demmach beispielswise in
den organi schen Funktionsschichten erzeugte Strahlung auf der
Seite der zusatzlichen Elektrode der OLED emttieren.

Eine als Top-Emtter ausgestaltete lichtemttierende Bauele-
nment - Anordnung 100 gemdfl3 verschi edenen Ausf Uhrungsbei spi el en,
bei wel chem die Elektroden-Auf wachsschicht wund die Metall -
schicht als Deckkontakt vorgesehen sind, kann in vorteil haf -
ter Weise eine hohe Lichtauskopplung und eine sehr geringe

W nkel abhéangi gkeit der Strahlungsdichte aufweisen. Die strah-
lungsenmitti erende Vorrichtung gemal3 verschi edenen Ausfih-
rungsbei spielen kann in vorteilhafter Wise fiur Beleuchtun-
gen, W e beispielswise Raum euchten, eingesetzt werden.

Ei ne Kombi nation aus BottomEmitter wund Top-Emitter ist eben-
so in verschi edenen Ausfuhrungsbei spielen vorgesehen. Bei ei-
ner sol chen Ausfihrung ist die lichtemttierende Bauel ement-
Anordnung 100 allgenein in der Lage, das in den organischen
Funkti onsschichten 208 erzeugte Licht in beide R chtungen -
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al so sowohl zu der Substratseite als auch zu der Seite der
zweiten Elektrode hin - zu emttieren.

In einer weiteren Ausfihrungsform ist zw schen der Elektrode
und der zusatzlichen Elektrode wenigstens eine dritte El ekt -
rode angeordnet wund die El ektroden-Auf wachsschicht ist auf
der dem Substrat 202 zugewandten Seite der dritten Elektrode
angeor dnet

Die ,dritte Elektrode" kann als 2Zw schenkontakt fungieren.

Si e kann dazu dienen, einen Ladungstransport durch die
Schichten der lichtemttierende Bauel enent-Anordnung 100 hin-
durch zu erhdohen und damt die Effizienz der lichtemittieren-
de Bauel ement - Anordnung 100 zu verbessern. Die dritte El ekt-
rode kann als anbipolare Schicht ausgestaltet sein; sie kann
al s Kathode oder Anode ausgestaltet sein.

Ebenso wie die Elektrode und die zuséatzliche Elektrode st
die dritte Elektrode elektrisch kontaktiert.

In einer Weiterbildung der lichtemttierenden Bauel ement-
Anordnung 100 sind als organi sche Funktionsschichten eine
Emitterschicht und eine oder nehrere weitere organische Funk-
ti onsschichten enthalten. Die weiteren organischen Funktions-
schichten koénnen ausgewdhlt sein aus der Guppe, bestehend

aus Lochi nj ekti onsschi chten, Locht ransport schi cht en, | ochbl o-
cki erenden Schichten, El ektroneninjektionsschichten, El ektro-
nentransportschichten und el ektronenbl ocki erenden  Schi chten.

In verschi edenen Ausfihrungsbeispielen weist die OLED eine im
Wesent |l i chen Lanbertsche Abstrahlcharakteristik auf. Der Beg-
riff ,Lanbertsche Abstrahlcharakteristik", wie er hierin ver-
wendet wird, bezeichnet das ideale Abstrahlverhalten eines so

genannten Lanbert-Strahl ers. Eine ,im Wsentlichen" Lanbert-
sehe Abstrahl charakteristik, wie sie hierin bezeichnet ist,
nei nt dabei insbesondere, dass die Abstrahl charakteristik,

wel che sich nach der Fornel
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I (®) = 1Q - cos©

berechnet und in der 1g die Intensitat bezogen auf eine Fla-

chennormale ist und o den Wnkel zur Flachennormal en angibt,
fur einen gegebenen Wnkel, insbesondere bei einem W nkel

zwi schen -70° und +70°, fur jeden gegebenen Wnkel o um
nicht mehr als 10 %von der Intensitat gemal der oben genann -
ten Fornel abweicht, also | (@) =15 - cos© - x, wobei x = 90
% - 110 %.

Auf diese Wise kann es noglich sein, eine nach allen Rich-
tungen konstante Strahldichte bzw Leuchtdichte der COLED zu
erreichen, so dass die CLED in allen R chtungen gleich hell

scheint. Die Helligkeit der OLED kann sich in vorteil hafter

Wei se auch dann nicht &ndern, wenn es gegenuber der Blick-

richtung verkippt wird.

In einer weiteren Ausfuhrungsform betragt die Transparenz der
OLED grofBer oder gleich 60 %. Beispielswise kann die Trans-
parenz groRBer oder gleich 65 %betragen. Die Transparenz wrd
mttels Intensitéatsnessungen genmessen, indem vorgegebene Wel-
| enl &ngenber ei che abgetastet und die durch die Strahlungs -
emttierende Vorrichtung tretende Lichtnenge erfasst werden.
In dem Fall einer transparenten OLED kann die flex-PCB so
gestaltet sein, dass alle Funktionalitaten aullerhalb der
Lichtaustrittsfl achen 1|iegen.

Der Begriff ,Transparenz", we er hierin verwendet wrd, be-
zeichnet die Fahigkeit der einzelnen Schichten des el ektroni-
sehen Bauel enents genmal3 verschi edenen Ausf dhrungsbei spi el en,

el ektromagneti sche Wllen - und insbesondere sichtbares Licht
- durchzul assen.

Die Transparenz der OLED gemal3 verschi edenen Ausf Ghrungsbei -
spielen betragt im Regelfall zum ndest fur wenigstens eine
konkrete Wellenl ange nehr als 60 %, vorzugsweise nehr als

65 %. Beispielsweise kann die Transparenz fir wenigstens eine
Vel | enl &nge in einem Wl |l enl angenbereich von etwa 400 nm bis
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etwa 650 nm mehr als 60 % und beispielsweise mehr als 65 %
betragen .

Die OLED gemafl3 verschi edenen AusfUhrungsbei spiel en kann fer-
ner weitere Funktionsschichten, wi e beispielswise Antirefle-
xi onsschi cht en, St reuschi cht en, Schi chten zur Farbkonversi on
von Licht und/oder nmechani sche Schutzschichten, auf wei sen.
Derartige Schichten koénnen beispielsweise auf der Mtall -
schicht der Auf wachsel ektrode angeordnet sein. D e Funktions-
schichten koénnen beispielswise mttels therm schen Verdanp-
fens abgeschieden werden. Diese Schichten konnen die Funktion
und Effizienz der OELD weiter verbessern.

Weiterhin kann, wie in Fig. 2 dargestellt ist, die freiliegen-
de Qoerflache des Substrats 202 auf einer flexiblen Leiter -
platte 102 (Flexible Printed Circuit Board, FPCB) angeordnet
sein. Die Leiterplatte 102 kann eine Material schicht oder ei-
ne Mehrzahl (grundsatzlich eine beliebige Anzahl) von Leiter-
pl attenschichten aufweisen. Witerhin kann die Leiterplatte
102 eine oder nehrere (strukturierte) elektrisch |leitfahige
Schi chten aufweisen, welche eine oder nehrere elektrisch

| eitfahige (beispielsweise netallische) Leiterbahnen aufwei -
sen kann. Die Leiterplatte kann beispiel sweise Kunststoff

auf wei sen oder daraus gefertigt sein, beispielswise Polyi-

m d.

Das Vorsehen einer Leiterplatte mt Leiterbahnen erndglicht
den Verzicht auf erheblichen Platz benotigende Kabel zur

Ruckf ihrung eines elektrischen Potentials durch die licht-
emttierende Bauel enent-Anordnung 100, wobei die lichtemt -

ti erende Bauel enent - Anor dnung 100 Uberbrickt wrd, ohne dass
der ruckgefuhrte elektrische Strom durch die lichtemittieren-
de Bauel enent-Anordnung 100 (und damit beispielsweise durch
die in Fig. 2 dargestellten Schichten der OLED) selbst gefiuhrt
wird, sondern lediglich durch die fiur die Rickfihrung vorge-
sehenen Leiterbahn (en) der Leiterplatte 102.
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Die Verwendung von einer Leiterplatte oder von nehreren din-
nen Leiterplatten, die auch flexibel ausgefihrt sein kénnen,
erndglichen somt in verschi edenen Ausfuhrungsbeispielen die
ei nfache Verdrahtung einer oder nehrerer der Fl&chenlicht-
quellen. Diese Leiterplatten konnen sehr dinn gestaltet wer-
den, um den Dickenauftrag zu verringern. Mehrlagige Leiter-
platten (anders ausgedruckt beispielswise Leiterplatten mt
nmehreren Leiterbahnebenen) ernbglichen die Realisierung von
Kreuzungspunkten in sehr dinner Art und Wise. D e Reihen-
Schal tung mehrerer Fl&achenlichtquellen kann durch die Integ-
ration eines oder mnehrerer Durchfihrungen in einer solchen
Leiterplatte gel st werden, ohne dass zusétzliche Kabel not -
wendig sind. Eine solche Durchfiahrung wird in der Leiterplat -
te 102 durch eine leitfé&ahige Ebene gebildet, die nur in be-
stimmten Teilen der Leiterplatte 102 enthalten sein braucht.
Andere Bereiche der Leiterplatte 102 kdnnen bewusst ausgel as -
sen werden, um auch transparente Fl achenlichtquellen an die-
sen Stellen nicht zu beeinflussen. Die Ausfuhrung als flexib-
le Leiterplatte erndglicht auch die Verwendung zur Kontaktie-
rung flexibler Flachenlichtquellen.

In verschi edenen Ausfihrungsbeispielen weist die lichtemit-

ti erende Bauel ement- Anordnung 100 in Draufsicht eine beliebi -
ge Form auf, beispielswise eine runde Form (z.B. kreisformg
oder ellipsenformg) auf, alternativ eine Form mt einer
grundsatzlich beliebigen Anzahl von Ecken und Kanten (z.B.

ei ne polygonale Form wi e beispielswise die Form eines Drei -
ecks, Vierecks (z.B. Rechteck), Funfeck, Sechseck, Siebeneck,
Acht eck, etc., regelmalBig oder unregel nafig).

In der in Fig.l dargestellten Inplementierung weist die
lichtemtti erende Bauel ement-Anordnung 100 in Draufsicht die
Form ei nes regel maRi gen Achtecks auf.

Die Leiterplatte 102 kann eine an die Form der lichtemttie -
rende Bauel ement - Anordnung 100 angepasste Form aufwei sen,

bei spi el sweise in der Gesamtform oder nur in Teilen, bei-

spi el sweise in einem Aulenbereich oder Randbereich des |icht-
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emttierenden Bauel enents, in dem bei spi el sweise Anschl Usse
zum Zufidhren oder Bereitstellen von elektrischer Energie (in
Form von el ektrischem Strom oder elektrischem Potential) vor-
gesehen sein kodnnen. |In verschiedenen Ausf Uhrungsbei spiel en
weist die Leiterplatte 102 eine R ngform auf, die einen ring-
form gen Bereich 104 und an einigen Bereichen entlang des Um
fangs des ringfoérm gen Bereichs 104 sich nach aulBen erstre-
ckende Bereiche (beispielswise Rechteckbereiche) 106 (bei -
spi el swei se im Fol genden auch bezeichnet als Randbereiche)

auf wei st .

Die Leiterplatte 102 weist in verschiedenen Ausfihrungsbei -
spielen nehrere mt der Lichtquelle 200 gekoppelte Anschllsse
108 auf, die je nach externer Kontaktierung als Ei ngangsan-
Schl isse oder als Ausgangsanschl isse dienen koénnen.

I n verschi edenen Ausf ihrungsbei spi el en kann jeder der An-
schl itsse 108 einen ersten Potential-Anschluss 110 zum vor -

ri chtungsexternen Kontaktieren nmt einem ersten elektrischen
Potential (beispielswise einen ersten Potential -

Ei ngangsanschluss 110 zum Zufihren eines ersten el ektrischen
Potentials oder einen ersten Potential-Ausgangsanschl uss 110
zum Bereitstellen eines ersten elektrischen Potentials) auf-
wei sen sowi e einen zweiten Potential-Anschluss 112 zum vor-

ri chtungsexternen Kontaktieren nit einem zweiten elektrischen
Potential (welches gleich oder unterschiedlich sein kann we
das erste elektrische Potential (beispielswise einen zweiten
Pot ent i al - Ei ngangsanschl uss 112 zum Zuf Uhren eines zweiten

el ektrischen Potentials oder einen zweiten Potential-
Ausgangsanschl uss 112 zum Bereitstellen eines zweiten elekt -
rischen Potentials) . Das erste elektrische Potential kann ho-
her sein als das zweite elektrische Potential und ist in
Fig.l auch mt dem Synmbol ,+“ bezeichnet; entsprechend ist
das zweite elektrische Potential in Fig.l auch mt dem Synbol
,—" bezeichnet. Somit kann in verschiedenen Ausfuhrungsbei -
spielen der erste Potential-Anschluss 110 als Kathoden-

Berei ch bezeichnet werden und der zweite Potential-Anschluss
112 kann als Anoden-Bereich bezeichnet werden. Ein jeweiliger
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erster Potential-Anschluss 110 und ein jeweiliger zweiter Po-
tential -Anschluss 112 sind in einem genei nsanen Kontaktbe -
reich enthalten.

Auch wenn bei der Leiterplatte 102 gemda3 Fig.l acht Anschlis -
se 108 vorgesehen sind, ist anzunerken, dass grundsétzlich

ei ne beliebige Anzahl von Anschl issen vorgesehen sein kann,

bei spi el sweise zwei, drei, vier, fianf, sechs, sieben, acht
oder nehr.

Der erste Potential - Anschl uss 110 kann in verschi edenen Aus-
fihrungsbei spielen mt einem ersten Kontakt, beispielsweise
der ersten Elektrode (beispielswise der ersten Elektrode
204), beispielsweise der Anode, der Lichtquelle 200 verbunden
sein, und der zweite Potential -Anschl uss 112 kann mt einem
zwei ten Kontakt, beispielswise der zweiten Elektrode (bei -
spi el sweise der zweiten Elektrode 208), beispielswise der
Kat hode, der Lichtquelle 200 verbunden sein. In alternativen
Ausf Ghrungsbei spi el en kann der erste Potential-Anschluss 110
mt der Kathode der Lichtquelle 200 verbunden sein und der
zweite Potential - Anschl uss 112 kann mt der Anode der Licht -
qguel l e 200 verbunden sein.

Weiterhin kann gendl3 verschi edenen Ausfihrungsbei spiel en je-
der der Anschliisse 108 einen Uberbrickungsanschl uss 114 (im
Fol genden auch bezeichnet als Durchleitungsanschl uss 114)

auf wei sen. Ein Uberbriickungsanschl uss 114 ist in verschiede -
nen Ausf Ghrungsbei spi el en el ektrisch nicht mt der Lichtquel-
Il e 200 sel bst gekoppelt, sondern mttels einer oder nehreren
Lei terbahnen der Leiterplatte 102 nmit einem anderen Uberbrii-
ckungsanschluss 114 der Leiterplatte 102, womt ein an einen
Uber br iickungsanschl uss 114 der Leiterplatte 102 angel egtes

el ektrisches Potential lediglich durch die Leiterplatte 102
an der Lichtquelle 200 vorbei ,durchgeschleift” wird und an
dem anderen Uber briickungsanschl uss 114, mt dem der Uberbri -
ckungsanschl uss 114 gekoppelt ist, extern einer anderen

Li cht quel I envorri chtung 102 oder einem anderen el ektronischen
Gerat bereitgestellt wrd. In verschiedenen Ausf Ghrungsbei -
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spielen ist die mndestens eine als Riuckfuhrung dienende Lei -
terbahn in die Leiterplatte 102 (nonolithisch) integriert.

Es ist anzunerken, dass in verschiedenen Ausf Uhrungsbei spie-
len ein oder mehrere Uberbrickungsanschl isse 114 unabhéngi g
von einem Anschluss 108 und bei spi el sweise unabhangig von den
Potenti al - Anschl issen  der Anschlisse 108, w e sie oben be-
schrieben worden sind, separat vorgesehen sein konnen.

Weiterhin kann die Leiterplatte 102 noch eine Schutzdiode
116, beispielsweise in Form einer Schottky-D ode 116, aufwei -
sen.

Weiterhin kann die lichtemttierende Bauel enent-Anordnung in
verschi edenen Ausfuhrungsbei spielen eine oder nehrere Cetter-
El emente aufweisen, die aus einem Getter-MNMaterial best ehen
oder dieses aufweisen zum Binden beispielswise von Sauer-
stoff und/ oder Wasser oder dergleichen.

In verschi edenen Ausf Uhrungsbei spi el en kann eine Dinnfil mver-
kapsel ung vorgesehen sein. Unter einer ,Dinnf il nverkapsel ung”
bzw. einem ,Barriere-Dinnfil ni kann im Rahmen dieser Anmel -
dung bei spi el sweise eine Schicht oder eine Schichtenstruktur
verstanden werden, die dazu geeignet ist, eine Barriere ge-
genuber cheni schen Verunreinigungen bzw atnospharischen

Stof fen, insbesondere gegenuber Wsser (Feuchtigkeit) wund
Sauerstoff, zu bilden. Mt anderen Wrten ist die Dinnfilm
ver kapsel ung derart ausgebildet, dass sie von OLED

schadi genden Stoffen w e Wasser, Sauerstoff oder Losenmttel
ni cht oder hoéchstens zu sehr geringen Anteilen durchdrungen

wer den kann.

Genall einer Ausgestaltung kann die Dinnf il nverkapselung als
eine einzelne Schicht (anders ausgedrickt, als Einzelschicht)
ausgebil det sein. Genall einer alternativen Ausgestaltung kann
di e Dunnf il mverkapselung eine Mehrzahl von aufeinander ausge-
bil deten Teilschichten aufweisen. Mt anderen Wrten kann ge-
malR einer Ausgestaltung die Dunnf il nverkapselung als Schicht-



10

15

20

25

30

35

WO 2013/087745 18 PCT/EP2012/075331

Stapel (Stack) ausgebildet sein. Die Dinnf il nverkapsel ung

oder eine oder nehrere Teilschichten der Dinnf il nverkapsel ung
kénnen beispielsweise mittels eines geeigneten Abscheidever-
fahrens gebildet werden, z.B. mittels eines Atonl agenabschei -
deverfahrens (Atonic Layer Deposition (ALD) ) gemall einer Aus -
gestaltung, z.B. eines plasmaunterstiitzten At ol agenabschei -
deverfahrens (Plasma Enhanced Atomic Layer Deposition

(PEALD) ) oder eines plasnalosen Atonl ageabschei deverf ahrens
(Plasma-less Atonic Layer Deposition (PLALD) ), oder nittels

ei nes chenmi schen Gasphasenabschei deverf ahrens (Chem cal Vapor
Deposition (CvD) ) gemall einer anderen Ausgestaltung, z.B. ei-
nes pl asmaunt er st it zt en Gasphasenabschei deverf ahrens (Plasm
Enhanced Chemi cal Vapor Deposition (PECVYVD) ) oder eines plas-
mal osen Gasphasenabschei deverf ahrens (Plasma-1ess Chenical
Vapor Deposition (PLCVD) ), oder alternativ mttels anderer

geei gneter Abschei deverfahren.

In verschi edenen Ausf Uhrungsbei spi el en wird eine sehr flache
Integration von Flachenlichtquellen i n verschi edenen Applika-
tionen (zum Beispiel Leuchten, Mbbel, Fahrzeugen oder Konsum-
gutern) , durch Verneidung eines Dickenauftrages von Drahten

hinter den Fl achenlichtquellen, bereitgestellt.

Fig.3A bis Fig.3D zeigen verschiedene Elenente einer |licht-
enmittierenden Bauel enent - Anordnung aus Figur 1 gemall ei nem

Ausf Glhr ungsbei spi el

Fig.3A zeigt in Draufsicht in vereinfachter Darstellung die
lichtemttierende Bauel enent - Anordnung 100, bei spi el swei se

die flexible Leiterplatte wund das lichtenittierende Bauele -
ment nit Randbereichen 106, die in diesem Fall in Form einer

(stufenfdorm gen) Randvertiefung ausgebildet sind.

Fig.3B zeigt in Draufsicht ein elektronmechanisches Verbin-
dungsteil 300. En jeweiliges elektronechani sches Verbin -
dungsteil 300 kann, wie in Fig.3A und Fig.3B mttels Pfeilen
302, 304, 306, 308 dargestellt, in einem mt einer Randver-

tiefung versehenen jeweiligen Randbereich 106 vorgesehen sein
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und dort befestigt sein, beispielswise angelétet, angeklebt,
angesteckt, und/oder angeklemmt sein. Somt ist das Verbin -
dungsteil 300 nechanisch an der flexiblen Leiterplatte (bei -
spielsweise in oder an einem jeweiligen Randbereich 106 des
lichtemttierenden Bauel enents) befestigt.

Auf der in Fig.3B nicht dargestellten Unterseite 312 (siehe
Fig.3C) des el ektronechani schen Verbindungsteils 300, die auf
der freiliegenden verfléache des Randbereichs 106 aufliegt,

ist mndestens ein elektrisch |eitfdhiger Kontaktbereich 314
(siehe Fig.3C) vorgesehen, mttels dessen das elektronmechani -
sche Ver bi ndungst ei | 300 mt dem ersten Potential-Anschluss

110 und/oder mt dem zweiten Potential-Anschluss 112 der fle-
Xiblen Leiterplatte 102 elektrisch gekoppelt sein kann.

Das el ekt ronmechani sche Verbi ndungstei l 300 kann einen Verbin -
dungst ei | - Kor per (allgemein Trager) 316 aufweisen, auf dessen
Unterseite der elektrisch Ileitfé&hige Kontaktbereich 314 und
auf dessen Oberseite 318 ein elektronmechani scher Anschl uss

310 aufgebracht ist zum nechanischen und elektrischen An-
schlieRen eines Leiterplatten-externen Verbindungsel enents

320 (siehe Fig.3D). Der elektronmechanische Anschluss 310 kann
als Stecker (anders ausgedrickt als mannliches Steckverbin -
derteil oder als Pin) ausgebildet sein oder als Buchse (an-
ders ausgedrickt als weibliches Steckverbinderteil, anders
ausgedr uckt als Stecker-Auf nahneel enent ). Der elektrisch

| eitféahige Kontaktbereich 314 ist in verschi edenen Ausfih-
rungsbei spielen mt dem el ektronechani schen Anschluss 310
durch den Verbi ndungst ei | - Kor per 316 hindurch elektrisch ver-
bunden.

Der Ver bi ndungst ei | - Kor per 316 kann in verschiedenen Ausfih-
rungsbei spielen aus elektrisch isolierendem Material herge-
stellt sein, beispielswise aus einem Kunststoff.

Fi g. 3C zeigt das el ektromechani sche Verbindungsteil 300 in
Sei t enansi cht
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20
Fig.3D zeigt ein Leiterplatten-externes Ver bi ndungsel enent s
320, das zu dem el ektronechani schen Ver bi ndungst ei | 300 kor -
respondi erend ausgebi | det ist, in Seitenansicht.

We in Fig.3D dargestellt ist, weist das Leiterplatten -
externe Verbi ndungsel enent 320 ein zu dem el ektronechani schen
Anschl uss 310 entsprechendes Cegenstick 322 auf, in dem in
Fig.3C und Fig.3D dargestellten Beispiel ein Stecker-

Auf nahneel enent 322 (beispielsweise in Form einer K eme 322,
bei spi el swei se einer Metallklenmme 322), welches auf einer
ersten Seite 326 eines Verbindungsel enent-Kdorpers 324 (allge-
mein eines Tragers) angeordnet ist. Auf einer der ersten Sei -
te 326 gegenuberliegenden Zzweiten Seite 328 des Verbindungs -
el enent - Kor per s 324 sind in verschiedenen Ausf Ghrungsbei spie-
len elektrisch leitfahige Strukturen 330, 332, beispielsweise
Drahte 330, 332 (beispielswise Metalldrahte 330, 332) oder

el ektrisch leitfédhige Bander 330, 332 angeordnet wund mttels
el ektrisch leitfahiger Verbindungen 334, welche durch den

Ver bi ndungsel enent - Kor per 324 verl aufen, mt dem CGegenstick

322 elektrisch gekoppelt.

Auf diese Wise wird sehr einfach und kostenginstig sowohl
eine elektrische Kopplung als auch eine nechanische Kopplung
zwi schen externen Leitern, beispielsweise Kabel n oder Dr ah-
ten, und der flexiblen Leiterplatte 102 und dadurch mt dem
lichtemttierenden Bauel enent 200, beispiel sweise ei ner OLED
200, bereitgestellt.

I n verschi edenen  Ausf ihrungsbei spi el en kann die mechani sche
Kopplung zwi schen dem el ektronechani schen Anschluss 310 und
dem Leiterpl atten-externen Ver bi ndungsel enent 320, also bei -
spi el sweise die Kupplung des in der Kl enme 322 aufgenomenen
St eckers 310, nmechanisch | 6sbar eingerichtet sein. Alternativ
kann die Kupplung auch nicht-I| ésbar ausgebi | det sein, in wel-
ehern Fall bei spiel sweise in dem Gegenstick 322 Strukturen,

bei spi el swei se W der haken, vorgesehen sind, die ein LOosen des
el ekt r omechani schen Anschl usses 310 aus dem Gegenstick 322

ver hi ndern
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Fig.4A bis Fig.4D zeigen verschiedene El enente einer |icht-
em tti erenden Bauel ement-Anordnung aus Figur 1 gemél3 ei nem
Ausf Uhrungsbei spi el ;

Fig.4A zeigt in Draufsicht in vereinfachter Darstellung die
lichtemttierende Bauel ement-Anordnung 100, beispiel sweise
die flexible Leiterplatte wund das lichtemttierende Bauele -
ment mt Randbereichen 106, die in diesem Fall in Form einer
(stufenfdrm gen) Randvertiefung ausgebildet sind.

Fig.4B zeigt in Draufsicht ein elektromechani sches Verbin-
dungsteil 400. Ein jeweiliges elektronechanisches Verbin -
dungsteil 400 kann, wie in Fig.4A und Fig.4B mttels Pfeilen
402, 404, 406, 408 dargestellt, in einem mt einer Randver-
tiefung versehenen jeweiligen Randbereich 106 vorgesehen sein
und dort befestigt sein, beispielsweise angelodtet, angeklebt,
angest eckt, und/oder angeklemt sein. Somt ist das Verbin-
dungsteil 400 nechanisch an der flexiblen Leiterplatte (bei-
spi el sweise in oder an einem jeweiligen Randbereich 106 des
lichtemttierenden Bauelenments) befestigt.

Auf der in Fig.4B nicht dargestellten Unterseite 412 (siehe
Fig.4C) des el ektronechani schen Verbindungsteils 400, die auf
der freiliegenden Qberflache des Randbereichs 106 aufliegt,
ist mndestens ein elektrisch |leitfahiger Kontaktbereich 414
(siehe Fig.4C) vorgesehen, mttels dessen das el ektronechani-
sche Ver bi ndungst ei | 400 mit dem ersten Potential - Anschl uss
110 und/oder mt dem zweiten Potential-Anschluss 112 el ekt-
risch gekoppelt sein kann.

Das el ekt ronmechani sche Ver bi ndungst ei | 400 kann einen Verbin -
dungst ei | - Kor per (all gemein Tréager) 416 aufweisen, auf dessen
Unterseite der elektrisch |Ileitfahige Kontaktbereich 414 und
auf dessen Cberseite 418 ein el ektronechani scher Anschl uss

410 aufgebracht ist zum nmechani schen wund elektrischen An-
schlielen eines Leiterplatten-externen Verbindungsel enents

420 (siehe Fig.4D). Der elektronechani scher Anschluss 410
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kann als Haken ausgebildet sein. Der elektrisch |eitfahige
Kont akt bereich 414 ist in verschi edenen Ausfihrungsbei spiel en
mt dem el ektronmechani schen Anschluss 410 durch den Verbin-
dungsteil - Kérper 416 hindurch elektrisch verbunden.

Der Ver bi ndungst ei | - Kor per 416 kann in verschiedenen Ausfih-
rungsbei spielen aus elektrisch isolierendem Material herge-
stellt sein, beispielsweise aus einem Kunststoff.

Fi g. 4C zeigt das el ektromechani sche Verbi ndungstei l 400 in
Sei t enansi cht

Fig.4D zeigt ein Leiterplatten-externes Ver bi ndungsel enment s
420, das zu dem el ektronechani schen Ver bi ndungst ei | 400 kor -
respondi erend ausgebildet ist, in Seitenansicht.

We in Fig.4D dargestellt ist, weist das Leiterplatten -

ext erne Ver bi ndungsel enment 420 ein zu dem el ektromechani schen
Anschl uss 410 entsprechendes Gegenstick 422 auf, in dem in
Fig.4C und Fig.4D dargestellten Beispiel einen korrespondie -
renden Haken 422, welches auf einer ersten Seite 426 eines

Ver bi ndungsel enent - Kor per s 424 (allgenmein eines Trégers) an-
geordnet ist. Auf einer der ersten Seite 426 gegenliberliegen-
den zweiten Seite 428 des Verbindungsel enent - Kor pers 424 sind
in verschi edenen Ausf idhrungsbei spiel en el ektrisch leitfahige
Strukturen 430, 432, beispielswise Drahte 430, 432 (bei -

spi el sweise Metalldrdhte 430, 432) oder elektrisch |leitfahige
Bander 430, 432 angeordnet und mttels elektrisch |eitfahiger
Ver bi ndungen 434, welche durch den Verbi ndungsel enent - Kor per
424 verlaufen, mt dem Cegenstick 422 elektrisch gekoppelt.

Auf diese Wise wird sehr einfach und kostenginstig sowohl
eine elektrische Kopplung als auch eine mechani sche Koppl ung
zwi schen externen Leitern, beispielswise Kabeln oder Drah-
ten, und der flexiblen Leiterplatte 102 und dadurch mt dem
lichtem tti erenden Bauel enent 200, beispielswise einer COLED
200, bereitgestellt.
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In nicht dargestellten alternativen Ausfihrungsbeispielen

kann der el ektronmechani sche Anschluss auch in anderer Form
ausgebi |l det sein, solange das Gegenstick eine elektromechani-
sche Kopplung bereitstellt. So kann beispiel sweise der elekt-
romechani sche Anschluss als Bajonettanschluss oder in Form
einer Klenmme oder in anderer geeigneter Form ausgebil det

sein.

In verschi edenen Ausf ihrungsbei spi el en kann di e nechani sche
Koppl ung zw schen dem el ektronechani schen Anschluss 410 und
dem Leiterplatten-externen Ver bi ndungsel ement 420, also bei -
spi el sweise die Kupplung der Haken 410, 422, mechanisch | 6s-
bar eingerichtet sein. Alternativ kann die Kupplung auch

ni cht -1 6sbar ausgebildet sein, in welchem Fall beispielsweise
in dem Gegenstick 422 Strukturen, beispielsweise Wderhaken,
vorgesehen sind, die ein Ldsen des el ektromechani schen An-
schlusses 410 aus dem Cegenstick 422 verhindern.

Fig. 5 zeigt eine perspektivische Ansicht der lichtemttieren-
den Bauel enent - Anor dnung 100 aus Fig.l gemdl einem Ausfih-
rungsbei spiel mt einem Verbindungsteil 300, 400. We in
Fig. 5 dargestellt ist, ist das Verbindungsteil 300, 400 in
der Vertiefung des Randbereichs 106 aufgebracht.

Fig.6A bis Fig.6C zeigt verschiedene Elenmente einer licht -
emttierenden Bauel enent- Anordnung aus Figur 1 gendl3 einem
Ausf Ghrungsbei spi el

In verschi edenen Ausf hrungsbei spi el en kann di e m ndestens
eine flexible Leiterplatte nehrere Kontaktbereiche aufweisen,
wobei jeder Kontaktbereich einen Anoden-Kontaktbereich und

ei nen Kat hoden- Kont akt berei ch aufweist. We in Fig.6A darge-
stellt ist mttels Pfeilen 602, 604, 606, 608 kann ein jewei -
I igen Verbindungsteil 300, 400 in einem jeweiligen (bei-
spielsweise mt einer Vertiefung versehenen) Randbereich 106
angeordnet sein, wobei ein Verpolungsschut z bereitgestellt

wer den kann.
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Ein erstes Verbindungsteil kann nmit dem Anoden-Kont akt bereich
ei nes ersten Kontaktbereichs der nehreren Kontaktbereiche

el ektrisch gekoppelt sein und von dem Kat hoden- Kont akt bereich
des ersten Kontaktbereichs elektrisch isoliert sein. Ferner
kann ein zweites Verbindungsteil mt dem Kat hoden-

Kont akt berei ch eines zweiten Kontaktbereichs der nehreren
Kont akt berei che elektrisch gekoppelt sein und von dem Anoden-
Kont akt berei ch des zweiten Kontaktbereichs elektrisch iso-

liert sein.

We in Fig.6A dargestellt ist, konnen die Anschlussbuchsen,

bei spi el sweise allgenein die Leiterplatten-externen Verbin-
dungsel enente 320, 420, an fest vorgegebenen Positionen rela-
tiv zu den Bereichen, an denen die Verbindungsteile 300, 400
angeordnet sind, angeordnet sein. D e elektromechani schen An-
schl tsse 310, 410 der jeweiligen Verbindungsteile 300, 400
sind derart angeordnet, dass sie nur fur zwei Drehorientie -
rungen der lichtemttierenden Bauel enent - Anor dnung 100 zu den
Anschl ussbuchsen 320, 420 passen, anschaulich fur die in
Fig.6A gezeigte Oientierung sowie fur eine um dazu 180° ge-
drehte Oientierung, wobei die Drehachse senkrecht zur Bild-
ebene verlauft. Dreht man hingegen die lichtenmttierende Bau-
el enent - Anor dnung 100 nur um 90°, dann erkennt mmn, dass die
el ekt r onechani schen Anschl isse 310, 410 nicht zu den An-

schl ussbuchsen 320, 420 passen. Auf diese Wise wird ein zu-
verl assi ger Verpol ungsschut z erreicht.

In verschi edenen Ausf Uhrungsbei spi el en kann das lichtemittie-
rende Bauelenent als eine Flachenlichtquelle, auch bezei chnet
al s Fl achenstrahl er oder als Flachenstrahl er-Lichtquelle,

ei ngerichtet sein.

Ei ne Fl achenlichtquelle kann in verschi edenen Ausfihrungsbei -
spielen als eine Lichtquelle verstanden werden, das Licht er-
zeugt von einer Quelle, die eine Flachenausdehnung hat, im
Cegensatz zu einer Punktlichtquelle, W e beispiel sweise einer
d uhl anpe. Verschi edene Beispiele einer Flachenlichtquelle

sind Leuchtdioden (LED) , beispielsweise in Form einer eine
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Mehrzahl von mtei nander gekoppelten LEDs aufweisenden LED
Leuchtpl atte, organische Leuchtdioden (OLED) , beispiel sweise
in Form einer eine Mehrzahl von mteinander gekoppelten OLEDs
auf wei senden OLED-Li cht kachel , eine OLEC Lichtquelle (wobei
unter einer OLEC eine auf Kohlenstoff basierende organische
Leuchtdi ode verstanden wird) , beispielswise in Form einer

ei ne Mehrzahl von miteinander gekoppelten OLECs aufwei senden
OLEC- Li cht kachel

Die flexible Leiterplatte kann eine Schicht oder nehrere

Schi chten aufweisen, beispielsweise mt einer Leiterbahnebene
oder mt nehreren Leiterbahnebenen (jeweils aufweisend bei-
spi el sweise eine oder nehrere Leiterbahnen)

Durch die Kombination eines elektrisch |eitenden, mechani-
schen Verbi ndungsteils (bei spi el sweise Stecker, Haken, etc.)
mt einer Flex-PCB (beispielsweise durch Verldten) wrd eine
el ekt ronechani sche  Verbindung von lichtemttierenden Bautei-

l en (beispielswise organischen lichtenittierenden Bauteilen
wi e beispielswise OLED-Bauteilen) ernbglicht. 1In verschiede -
nen Ausf Uhrungsbei spi el en kann durch eine passende Anordnung
der Verbindungsteile kann zusatzlich ein Verpolungsschut z re-
alisiert werden.

Das Ver bi ndungst ei | kann unterschiedliche Fornmen annehnen.
Ei n passendes Gegenstick kann zur Befestigung von Leiterplat-
ten-externen Leitern vorgesehen sein.

Es ist in verschi edenen AusfUhrungsbei spiel en keine weitere
nmechani sche Befestigung nehr erforderlich.
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26

Patentanspriiche

Lichtem tti erende Bauel enment - Anor dnung (100), aufwei -

send :

. m ndestens eine flexible Leiterplatte (102);

. m ndestens ein lichtemttierendes Bauel enent (200),
das mt der flexiblen Leiterplatte (102) gekoppel t
i st ;

. m ndestens ein el ektronechani sches Ver bi ndungst ei |
(300, 400);

. wobei das Verbi ndungsteil (300, 400) nechanisch an
der flexiblen Leiterplatte (102) befestigt ist und
el ektrisch mt dem lichtemttierenden Bauel erment
(200) gekoppelt ist, und

. wobei das Verbi ndungsteil (300, 400) einen elektro-
mechani schen Anschluss (310, 410) aufweist zum me-
chani schen und elektrischen Anschlielen eines Lei-

terpl att en- ext er nen Ver bi ndungsel enent s (320, 420).
Lichtem tti erende Bauel enment - Anor dnung (100) gemall An-
spruch 1,
wobei das mnindestens eine lichtemttierende Bauel enent
(200) m ndestens ein organisches lichtenmittierendes Bau -

el ement (200) aufwei st.

Lichtem tti erende Bauel enment - Anor dnung (100) gemall An-
spruch 2,
wobei das mnindestens eine lichtemttierende Bauel enent

(200) m ndestens eine organi sche Leuchtdiode (200) auf -
wei st .

Lichtem tti erende Bauel enment - Anor dnung (100) gemall ei nem
der Anspriche 1 bis 3,

wobei das mi ndestens eine Verbindungsteil (300, 400) in
oder an ei nem Randbereich (106) des lichtemttierenden

Bauel enent s (200) befestigt ist.
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10.

27
Lichtem ttierende Bauel erment - Anor dnung (100) gemal ei nem
der Anspriche 1 bis 4,
wobei das m ndestens eine Verbindungsteil (300, 400) an

die flexible Leiterplatte (102) gel 6tet, geklebt, ge-
steckt, und/oder geklemt ist.

Lichtem ttierende Bauel erment - Anor dnung (100) gemal ei nem
der Anspriche 1 bis 5,

wobei der el ekt ronmechani sche Anschluss (310, 410) ein

St eckver bi nderteil (310) aufwei st.
Lichtem ttierende Bauel erment - Anor dnung (100) gemalR An-
spruch 6,

wobei der el ekt ronmechani sche Anschluss (310, 410) einen
St ecker (310) aufweist.

Lichtem ttierende Bauel erment - Anor dnung (100) gemal ei nem
der Anspriche 1 bis 5,
wobei der el ekt ronmechani sche Anschluss (310, 410) nin-

destens einen Haken (410) aufwei st.

Lichtem ttierende Bauel erment - Anor dnung (100) gemalR ei nem
der Anspriche 1 bis 5,

wobei der el ekt ronmechani sche Anschluss (310, 410) mn-
destens einen Bajonettanschluss aufweist oder nindestens

eine Kl eme aufweist.

Lichtem ttierende Bauel erment - Anor dnung (100) gemal ei nem
der Anspriche 1 bis o,

. wobei die mndestens eine flexible Leiterplatte

(102) nehrere Kont aktbereiche aufwei st, wobei |eder
Kont akt ber ei ch ei nen Anoden- Kont akt ber ei ch und ei nen
Kat hoden- Kont akt ber ei ch auf wei st ;

. wobei nehrere Verbindungsteile (300, 400) vorgesehen
sind, wobei ein erstes Verbindungsteil (300, 400)
nt dem Anoden- Kont akt bereich ei nes ersten Kontakt -
bereichs der nehreren Kontaktbereiche elektrisch ge-
koppelt ist und von dem Kat hoden- Kont akt berei ch des
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ersten Kontaktbereichs elektrisch isoliert ist, und
wobei ein zweites Verbindungsteil (300, 400) nit dem
Kat hoden- Kont akt ber ei ch eines zweiten Kontaktbe-
reichs der nehreren Kontaktbereiche elektrisch ge-
koppelt ist und von dem Anoden-Kont akt berei ch des
zweiten Kontaktbereichs elektrisch isoliert ist.
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